Ghid de plasare si orientare a componentelor Un ansamblu PCB se compune din placa propriu-zisa, componentele atasate si conectoare Proiectarea placii are un impact semnificativ asupra modului in care se pot plasa si atasa componentele si cat de fiabil este produsul finit Topologia placii (clasa si nivel), tehnologia componentelor (SMD sau THD) si metoda de lipire utilizata pentru atasarea componentelor (reflow sau lipire in val) joaca rol semnificativ in modul in care se plaseaza si se spatiaza componentele pe placa Plasarea si orientarea componentelor depinde de tipul de componente (THT sau SMT), de metoda de asamblare (manual, lipire in val sau reflow) si de cerintele performantelor electrice Acestea prin ele insele nu imbunatatesc functionarea placii dar o fac mai usor de asamblat, inspectat, testat si depanat Ghidul general contine urmatoarele: 1 Componentele trebuie sa fie plasate ingrijit si ordonat, cu spatiere si aliniere uniforme 2 Componentele trebuie sa fie orientate astfel incat marginile componentelor sa fie paralele cu marginile placii 3 Daca placa este lipita de masina, componentele THD trebuie plasate pe o singura fata, opusa celei de lipire (pe cat posibil) 4 Cand se plaseaza componente pe ambele fete ale placii si cand se amesteca tehnologie THT cu cea SMT, trebuie avut in minte ca s-ar putea sa fie nevoie de mai multe faze de asamblare pentru a plasa toate componentele, care determina cresterea costului si a punctelor potentiale de erori si fac rework-ul mai dificil 5 Sa nu se monteze componente in capsula de plastic (PLCC) sau condensatoare mari din tantal pe partea inferioara a placii deoarece nu se pot lipi prin val si se pot distruge datorita solicitarii termice 6 De cate ori este posibil, sa se utilizeze un grid de 100 mils (2,5 mm) dar grid de 20 mils (0,5 mm) sau chiar 2 mils (0,05 mm) se poate folosi pentru terminale de componente care nu sunt pe grid standard (IPC-2221A) Cand se foloseste un grid metric trebuie utilizat grid de 2,54 mm, 1,27 mm, 0,64 mm sau 0,50 mm (IPC-7351) 7 Trebuie sa se utilizeze grid de 2,54 mm pentru placile care vor suferi testare bed-of-nails 8 Condensatoarele polarizate si diodele trebuie toate complet orientate pe tot cuprinsul placii pentru inspectie si testare usoare 9 Cand procesul de asamblare este insotit de viziune asistata de masina, trebuie adaugati fiduci (globali si locali) care sa ajute la plasarea componentelor 10 Cand se utilizeaza proces automat de lipire, daca proiectarea permite, conectorii trebuie plasati pe latura mai scurta a placii 11 In timpul plasarii componentelor, sa se asigure spatiu adecvat de-a lungul marginilor placii pentru a putea manevra placa si pentru gazduirea hardware-ului de montare 12 Componentele care cantaresc mai mult de 5 grame per terminal trebuie asigurate mecanic impotriva eventualelor vibratii ale placii (IPC-2221A) 13 In timpul procesului de lipire si functionare ale circuitului, trebuie asigurat prin proiectare managementul termic 14 Considerentele electrice au prioritate asupra considerntelor mecanice in caz de conflict intre cele doua, in afara de situatiile in care rezulta defecte mecanice ale placii 15 Pentru PCB de semnale mixte (analog si digital), componentele trebuie separate pentru a se minimiza efectul zgomotului de comutatie asupra partii analogice Trebuie, de asemenea, separate circuitele de putere mare de cele de putere mica si zgomot mic Spatierea componentelor THD In tabelele urmatoare se indica spatierile minime recomandate pentru componente THD discrete si circuite integrate (CI) Componente THD discrete Conform standardului IPC-2221A Parametru Dimensiuni Implicit Layout Lateral - margine PCB Capat - margine PCB a=75 mils a=1,9 mm Depinde de setarea spatierii dintre pad si traseu Nu apar erori DRC atat timp cat conturul de plasare nu intersecteaza centrul conturului placii b=90 mils b=2,29 mm Capat piesa - capat piasa 100 mils 2,54 mm Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare Lateral - lateral (diametre D1>100mils) mils mils (a si b = 100 mils minim) mm mm (a si b = 2,54 mm minim) Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare Lateral piesa - capat piesa (cand un diametru de capsula este >100 mils) mils mm Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare Margine PCB r= din diametrul componentei sau din inaltime, oricare este mai mare SI r=60 mils (1,52 mm) Nu apar erori DRC atat timp cat conturul de plasare nu intersecteaza centrul conturului placii Alte componente r= din diametrul componentei sau din inaltime, oricare este mai mare Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare Circuite integrate THD Parametru Dimensiuni Implicit Layout Lateral CI - margine PCB Capat CI - margine PCB a=100 mils a=2,54 mm Depinde de setarea spatierii dintre pad si traseu Nu apar erori DRC atat timp cat conturul de plasare nu intersecteaza centrul conturului placii b=75 mils b=1,91 mm Capat CI - capat CI 200 mils 5,08 mm Nu apar erori DRC atat timp cat conturul de plasare nu intersecteaza centrul conturului placii Lateral CI - lateral CI 100 mils 2,54 mm Circuite mixte - CI si discrete THD Parametru Dimensiuni Implicit Layout a (D1>100)=115+D1 mils= =2,91 +D1 mm Nu sunt reguli de setare Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare b (D 100)=40+D1 mils= =1,02+D1 mm Gauri si jumper-e cu fir Parametru Dimensiuni Implicit Layout Gaura - gaura (metalizata sau nemetalizata) (a) fara sa incalce regulile de spatiere a pad-urilor (b) astfel incat laminatul rezidual dintre gauri sa fie >20 mils (0,5 mm) Apar erori DRC daca regula de spatiere pad-la-pad este incalcata Jumper-e cu fir (orice directie) 100 mils 2,54 mm Apar erori DRC daca regula de spatiere pad-la-pad este incalcata Spatierea componentelor SMD In tabelele urmatoare se indica spatierile minime recomandate pentru componente SMD discrete si circuite integrate Componente SMD discrete Conform standardelor IPC-2221A si IPC-7351 Parametru Dimensiuni Implicit Layout Lateral - margine PCB si/sau Capat - margine PCB 60 mils 1,5 mm Apar erori DRC daca spatiul dintre pad si marginea conturului placii este mai mica decat regula de spatiere pad - traseu sau daca conturul de plasare intersecteaza centrul conturului placii Capat - capat si/sau lateral - lateral Dimensiune 0603 sau mai mare Spatiere determinata de relatia dintre conturul d eplasare si pad-uri sau capsula Apar erori DRC daca se suprapun contururile de plasare Spatierea implicita conform Layout pad-pad este pentru multe amprente 30 mils (0,76 mm) 20 mils 0,50 mm Mai mic de 0603 12 mils 0,30 mm Pad - via 20 mils 0,30 mm Apar erori DRC daca distanta dintre marginea pad-urilor este mai mica decat regula de spatiere pad-pad Circuite integrate SMD Conform standardelor IPC-2221A si IPC-7351 Parametru Dimensiuni Implicit Layout Lateral componenta - margine PCB si/sau capat - margine PCB 60 mils 1,5 mm Capat - capat (capsula) 20 mils 0,50 mm Lateral - lateral (pad - pad) Circuite SMD mixte - discrete si CI Se foloseste oricare din regulile precedente referitoare la componetele implicate Spatierea in circuite mixte THD si SMD Se foloseste oricare din regulile precedente referitoare la componetele implicate (uzual spatierea de la THT) Page 4 of 5 